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内容概要

　　《电子产品结构工艺》是中等职业学校电子信息类专业教学用书，是根据教育部电子信息类专业
有关教学指导方案以及相关国家职业标准和职业技能鉴定规范编写的。
《电子产品结构工艺》主要内容包括：基础知识、电子设备的防护设计、电子设备的元器件布局与装
配、印制电路板的结构设计及制造工艺、表面组装技术及微组装技术、电子设备的整机装配与调试、
电子产品技术文件、电子产品的微型化结构、电子设备的整机结构。
 　　《电子产品结构工艺》可作为相关职业资格证书考试用书及《电子产品结构工艺》课程教材，也
可供相关工程技术人员参考。
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